六大展区聚势来袭，SEMI-e 掀半导体产业技术“芯” 浪潮
SEMIEXPO半导体
收录于合集 #行业动态 3个
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第五届深圳国际半导体展即将于5月16-18日于深圳国际会展中心重磅启幕！作为半导体行业重要的交流展示平台，深圳国际半导体展已经成功举办了四届，受到了行业内外的广泛关注和好评。

本届展会以“芯机会•智未来”为主题，聚焦半导体全品类供应链，展示半导体产业链上下游的芯片设计及制造、集成电路、封测、材料及设备、5G新应用、新型显示等领域的最新技术和成果，凸显中国半导体产业的发展潜力和实力。展会同期举办第七届深圳国际电子与工业智造展，双展联动，实现电子行业供应链资源互补，加速电子产业和半导体产业的融合。

500+参展企业 | 50,000+观众人次
50,000㎡展出规模 | 40+场同期峰会           
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为适应产业发展趋势，本次展会将推出电子元器件、IC设计&芯片、晶圆制造及封装、半导体设备、半导体材料、第三代半导体六大特色展区。覆盖新能源应用、数据中心、5G新应用、AIoT、新型显示Mini/Micro、消费类电子六大热点应用领域。
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1
   / 链接未来，掌握元器件
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随着5G、AR/VR等新兴技术在智能电子领域的快速落地，电子元器件的生产商将迎来更多发展的机遇。

电子元器件展区将全新亮相第五届深圳国际半导体展，展会现场汇聚众多如无源器件、半导体分立器件/ IGBT、电源管理、传感器、储存器、显示器件等电子元器件产品展示，聚焦国内先进的技术创新和应用场景，全方位展示智能家居、工业自动化、医疗保健、智能交通等领域的前沿技术和创新成果，帮助参会者深入洞察行业发展趋势和未来新方向！

2
   / 晶圆制造及封装展区
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目前，国内晶圆制造企业在5G、人工智能、新能源等领域取得了显著成果。同时，中国的封装产业也在不断升级和转型，从传统的普通封装向高端封装领域拓展，涉足芯片封装、封装材料等领域。

本届展会将推出晶圆制造及封装展区，紧扣晶圆制造和封装两大核心领域，集中展示晶圆制造设备、封装技术和封装材料，让参会观众在展会现场即可全方位领略半导体产业的最新成果！

3
   / 芯动未来，创意无限
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随着国内IC设计和芯片制造行业的不断发展，产业生态逐渐形成，包括原材料供应商、设备制造商、芯片设计企业、代工厂、封装测试企业等多个环节，为整个产业链的协同发展提供了保障。

5月16日-18日，深圳国际半导体展全新打造IC设计/芯片展区，着眼国内前沿技术产品，集中展示包括IC及相关电子产品设计、人工智能芯片、电源管理芯片、物联网芯片、汽车电子芯片及存储芯片等产品。展会同期举办人工智能芯片发展大会，届时将邀请来自学术界、工业界以及政府机构的专家学者，探讨人工智能芯片在各领域的应用，推动人工智能技术的进一步发展！

4
   / 设备智能化，制造高效化
半导体设备展区热度超高！
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随着晶圆代工厂新增产能逐步落地，国产厂商持续国产替代导入，半导体设备领域景气度仍维持高位。

5月16日—18日，半导体设备展区全新升级。行业顶级专家齐聚鹏城，推动国内外产业链材料设备技术交流，提升产业竞争力。智能制造技术和设备、最新的模拟设计、验证技术的设备及材料处理技术......在SEMI-e 现场应有尽有！

5
   / 材料革新 开拓无限
半导体材料抢先看！
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本届展会将整合国内顶尖的半导体材料供应商，集中展示包括晶圆材料、封装材料、光学材料、电池材料、化合物半导体等材料产品和工艺流程。其中，碳化硅和氮化镓凭借高耐温性、高能效性和高功率等优势在一众材料中脱颖而出，由此可见的是半导体材料的发展趋势是朝着高效、高功率密度、高频率、高稳定性、低成本和可重复性制造方向。半导体材料展区，带您探寻半导体材料的创新应用和最新发展前景！

6
   /创新先导 共启第三代未来
目前，第三代半导体技术已经逐步成熟，产业化进程不断加速。在电源应用领域，SiC MOSFET和GaN HEMT技术已经逐步替代传统的Si MOSFET技术，实现了高效率和小体积的转换器设计；在照明应用领域，GaN LED技术已经取代了传统的荧光灯和白炽灯，成为主流的照明技术；在通信领域，GaN HEMT技术已经成为实现高速、高频率的关键技术，被广泛应用于5G基站和卫星通信等领域；在电动车领域，SiC MOSFET技术已经成为实现高效率的关键技术，被广泛应用于电动车的电力电子系统中。
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深圳国际半导体展紧抓行业风口，重磅推出第三代半导体展区，汇聚国内第三代半导体领军企业代表，为应用于新能源汽车、光电子等领域的氮化镓、碳化硅等最先进的半导体材料和器件提供集中展示的“舞台”，展会同期举办第三代半导体产业发展高峰论坛，充分展示第三代半导体技术的产业化进程和市场前景，抢占行业先机！

第五届深圳半导体展同期举办五大行业峰会，届时将有多场主题论坛和研讨会，邀请业内专家和企业代表分享半导体领域的最新研究成果和经验，探讨产业热点话题和行业的发展方向和趋势。
同期峰会预览

第五届5G&半导体产业技术高峰会

第四届第三代半导体产业发展高峰论坛

人工智能芯片发展大会

2023国际电源技术产业高峰论坛

2023TWS耳机产业高峰技术论坛

SEMI-e 深圳半导体展聚焦全品类供应链，集中展示半导体产业链的最新成果和技术，致力于进一步推动中国半导体产业的发展，为中国制造和中国智造赋能，打造半导体产业链上下游的华南区最具竞争力的产业集群！

无论你是参展商还是参会者，都能在这里找到你想要的“芯”东西！速速扫码登记，现场免票进场！
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抢占“芯”商机 布局“芯”规划 
2023年5月16-18日
深圳国际会展中心
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即刻扫码，免票入场！
参展咨询 | 王先生: 17775339775
[bookmark: _GoBack]参观咨询 | 张小姐: 13510291014
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 往期推荐 

预登记全线启动！一键预约SEMI-e 深圳国际半导体展，免票入场快人一步！
【展商推荐】聚焦中大功率，加速充电生态布局，镓未来发布650V 70mohm氮化镓产品
【展商推荐】潮州三环（集团）股份有限公司：电子元件百强企业 先进材料构筑美好世界

阅读原文，提前登记，免费参观
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